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摘要(译)

一种用超声波仪器手术切割组织的方法，该超声波仪器包括可沿超声波
仪器的纵向范围移动的超声波导，包括在超声波仪器的远端设置的两个
相对的钳口之间临时压缩组织，施加共振的步骤超声波到超声波导，并
沿着纵向范围在远端方向上移动超声波导，以使超声波导在至少一部分
钳口之间前进，以切割和密封临时固定在钳口之间的组织。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8acf659a-19af-4153-a127-3434e4c18ca3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041609118/publication/US2018256193A1?q=US2018256193A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180256193%22.PGNR.&OS=DN/20180256193&RS=DN/20180256193

